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Electrical Characteristics

（温度=25℃）Absolute Maximum Ratings (Temperature=25°C):

测试项目

Parameter
符号

Symbol
数值

Ratings
单位

Unit

输入端发射极
Input Emitter

功率

Power Dissipation*1 PD 75 mW

正向输入电流

Continuous Forward Current IF 50 mA

脉冲正向电流

Peak Forward Current*2 IFP 1000 mA

反向电压

Reverse Voltage VR 5 V

输出端接收极
Output Detector

功率

Power Dissipation*1 PD 75 mW

集电压-发射极电压
Collector-Emitter Voltage VCEO 30 V

发射极-集电极电压
Emitter-Collector Voltage VECO 5 V

集电极电流
Collector Current IC(on) 20 mA

工作温度 Operating Temperature Topr -25~+85 ℃

储存温度 Storage Temperature Tstg -40~+85 ℃

焊接温度 Lead Soldering Temperature*3 Tsol 260 ℃
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Electro-Optical Charasteristics (Temperature=25°C):
参数

Parameter
符号

Symbol
测试条件

Testconditions
最小
Min

平均

Typ
最大

Max
单位

Unit

输入端
Input

正向电压
Forward Voltage VF

IF=20mA -- 1.2 1.6

VIF=100mA*2 -- 1.4 1.85

IF=1A *2 -- 2.6 4.0

峰值波长
Perk Wavelength

λP IF=20mA -- 940 -- nm

反向电流
Reverse Current IR VR=5V -- -- 10 μA

输出端
Output

暗电流
Da
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:
Voltage grading

Code Min Max Unit Test conditions

R2-4 1.2 1.6 V IF=20mA

Code Min Max Unit Test conditions

IC24-29 5 10 mA IF=20mA
VCE=5V
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Typical Electro-Optical Characteristics Curves-PT
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Packaging

防潮抗静电包装Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag◇

标签说明 Label Expantion◇

MPN：型号

LOT：日期

VF：电压

IC：光电流

CPN：批号/档位

ORIGIN：产地

PACKAQE：封装 QTY：数量
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Guideline for Soldering
推荐 波峰 焊曲 线 The wave peak welding curve is recommended :

注意：Note

1 、铅焊料温度剖面
Lead solder temperature profile

2 、波峰焊不应做一次以上
Peak welding shall not be done more than once

3 、焊接时，不要在加热过程中对 LED 施加压力
When soldering, do not put stress on th@ortED
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Precautions

此产品由红外发射二极管和 NPN 硅光晶体管组成，它们并排封装在黑色热塑性外壳中的汇聚光轴上。光电晶

体管只接收来自IR的辐射。这是正常情况。但当物体在中间时，光电晶体管不能接收辐射。有关更多组件信息

，请参阅IR和PT


